
B05 ⾼出⼒ビーム成形技術でインフラメンテナンス

⼯具を使いにくい凹凸⾯のさびを素早く除去します

概要

⽼朽化した社会インフラ設備の寿命を延ばすために、様々な劣化につながる表⾯のさび取りは重要な課題のひとつです。本技術は光
制御デバイスを⽤いてハイパワレーザを照射し、従来の⼯具では困難であった狭隘部のさびを瞬時に除去。⼩型・軽量かつスキルフ
リーな除錆ツールを開発し、作業者の負担を軽減します。

特徴
狭隘部や凹凸⾯に照射しやすいビーム形状
⻑時間作業でも疲れにくい⼩型・軽量装置
作業者の経験や知識に因らない均質仕上がり

利 ⽤シーン
従来⼯具が届かない細かく⼊り組んだ現場
作業量が多く持久⼒が必要とされる現場

今後の展開

	

	

	 	 	

通信設備などの塗装前のケレン加⼯に応⽤予定

出展社 ⽇本電信電話株式会社

〈問い合わせ先〉rdforum-scl-ml@hco.ntt.co.jp 
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